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模板设计指导

1 ⽬的

本文件为设计与制造焊膏及表面贴装胶用模板提供指导，仅作为指导原则。本文件大部分内容是基

于模板设计者、制造厂商和用户的经验。印刷性能取决于很多不同的可变因素，因此，不能仅建立

单独一套设计原则。

1.1 术语和定义 本文件用到的所有术语和定义与IPC-T-50的一致。加星号（*）的定义均来源于
IPC-T-50，其它对本课题讨论有关的特定术语和定义，提供如下：

1.1.1 *开孔 在模板上开的孔。

1.1.2 *⾯积⽐ 开孔面积与孔壁面积之比。

1.1.3 *宽厚⽐ 模板开孔的宽度与模板厚度之比。

1.1.4 模板边 保持模板箔平整绷紧并连接到框架上的聚脂或者不锈钢材料制成的四周拉紧边。

1.1.5 密封式印刷头 一种独立可更换的模板印刷头，装有刮刀刀刃和填充焊膏的加压腔室。

1.1.6 蚀刻系数 化学蚀刻过程中，蚀刻深度与横向蚀刻长度的比值。

1.1.7 凸版蚀刻 也称为蚀刻凸版或者底部蚀刻。为了避开凸起表面形貌、标签或者满足多层印刷

功能，在薄片底部蚀刻形成避空区域。

1.1.8 基准点 模板（或者其它线路层）上的参考标记点，在印刷机使用视觉系统时校准线路板和

模板。

1.1.9 细间距BGA 焊球间距小于1mm[39mil]的球栅阵列（BGA），当BGA封装面积不大于裸芯片
面积1.2倍时，也称为芯片级封装器件（CSP）。

1.1.10 细间距技术（FPT） 元器件引脚之间的中心距离小于或者等于0.625mm[24.61mil]的表面贴
装技术。

1.1.11 箔 用于制造模板的薄片。

1.1.12 框架 框架可以是空心的或者铸铝材质的，用胶水将模板永久地粘在框架上。

1.1.13 通孔再流焊接⼯艺 模板给通孔插装元器件印刷焊膏，使通孔插装元器件与表面贴装元器件

一起再流焊接的工艺。也称为通孔印锡（paste-in-hole）工艺，引脚通孔焊膏（pin-in-hole）工艺或者
引脚浸焊膏（pin-in-paste）工艺。

1.1.14 *连接盘 通常用于连接和/或者固定元器件的导电图形部分。

1.1.15 开孔修改 改变开孔大小或者形状的方法。
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